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Le present rapport de recherche intemationale, etabli par {'administration chargee de la recherche intemationale, est transmis au 
deposant conformement a Particle 18. Une copie en est transmise au Bureau international. 

Ce rapport de recherche intemationale comprend g feuilles. 

|X| II est aussi acoompagne d'une copie de chaque document relatrf a I'etat de la technique qui y est cite. 



1. Base du rapport 

a. En ce qui concerne la langue, la recherche Internationale a ete effectuee sur la base de la demande intemationale dans la 
langue dans laquelie elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point 

| | la recherche intemationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de ia demande intemationale remise a radministration. 

b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acldes amines divulguees dans la demande intemationale (le cas echeant), 
la recherche intemationale a 6X6 effectuee sur la base du listage des sequences : 
| | contenu dans la demande intemationale, sous forme ecrite. 

deposee avec la demande intemationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

remis ulterieurement a radministration, sous forme ecrite. 

remis ulterieuremerrt a radministration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



La declaration, seton laquelie le listage des sequences presente par ecrit et foumi ulterieuremerrt ne vas pas au-dela de la 
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete foumie. 

La declaration, selon laquelie les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sort identiques a celles 
du listage des sequences presente par ecrit, a ete foumie. 

II a 6X6 estlmS que certalnes revendlcatlons ne pouvalent pas fa Ire I'objet d'une recherche (voir le cadre I). 
II y a absence d'unlW de invention (voir le cadre II). 



4. En ce qui concerne le tltre, 

[X] le texte est approuve tel qu'il a 6t6 remis par le deposant 
Q Le texte a ete etabli par radministration et a la teneur suivante: 



En ce qui concerne I'abreg6, 

le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant 

□ le texte (reprodu'rt dans le cadre III) a 6t6 etabli par radministration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut 
presenter des observations a radministration dans un delai a"un mois a compter de la date d'expedition du present rapport 
de recherche intemationale. 

La figure dee desslns a publier avec I'abrege est la Figure n° 5 



I I suggeree par le deposant. Q Aucune des figures 

[X) parce que le deposant n'a pas suggere de figure. n est k P ub,iGr - 

^ parce que cette figure caractertse mieux r invention. 
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WO 98 02921 A (CHEONG NGWE K ;DINGLE 

BRENDA (US); FAN JOHN C C (US); KOPIN CORP 

() 22 janvier 1998 (1998-01-22) 

cite dans la demande 

page 2, ligne 5 -page 7, ligne 16 

FR 2 752 077 A (S0LAIC SA) 
6 fevrler 1998 (1998-02-06) 
abrege; figure 5 

FR 2 756 955 A (SCHLUMBERGER IND SA) 
12 juin 1998 (1998-06-12) 
page 6, ligne 15 -page 10, ligne 31; 
figures 1-8 



1,15 



1,15 
1,15 



|" | Voir la suite du cadre C pour la fin de la Uste des documents 



□ 



Les documents de families de brevets sont indiques en annexe 



° Categories speciales de documents cites: 

"A" document definissant I'etat general de la technique, non 
considere comme particufierement pertinent 

"E" document anterieur, mais pubfie a la date de depot international 
ou apres cette date 

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de 
priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une 
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee) 

"O" document se referant a une divulgation orale, a un usage, a 
une exposition ou tous autres moyens 

"P* document pubfie avant la date de depot international, mais 
posterieurement a la date de priorite revendiquee 



T' document utterieur pubfie apres la date de depot international ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a I'etat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe 
ou la theorie constituant la base de (Invention 

"X" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee ne peut 
etre consideree comme nouvefie ou comme impli quant une activity 
inventive par rapport au document considere i sol ement 

"Y" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee 
ne peut etre consideree comme impliquant une acthrite inventive 
lorsque le document est associe a un ou piusieurs autres 
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente 
pour une personne du metier 

"&" document qui fait partie de la meme famine de brevets 
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Demande internationale n° 


Date du depot international (jour/mois/ann6e) 


Date de priorite (jour/mois/ann6e) 


PCT/FR00/01494 


30/05/2000 


15/06/1999 


Classification internationale des brevets (CIB) ou a ta fois classification nationale et CIB 
G06K 19/077 


D6posant 
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1. Le present rapport d'examen preiiminaire international, etabii par I'administaration chargee de I'examen preiiminaire 
international, est transmis au deposant conformement a Particle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

S || est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de 
I'administration chargee de I'examen preiiminaire international (voir la regie 70.16 et instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent 1 7 feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 

I S Base du rapport 
Priorite 

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
d'application industrielle 

Absence d'unite de I'invention 

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventiv 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cetie declaration 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 


□ 



Date de presentation de la demande d'examen preiiminaire 
internationale 

03/01/2001 


Date d'achevement du present rapport 
16.07.2001 


Norn et adresse postale de Tadministration chargee de 
I'examen preiiminaire international: 

Office europeen des brevets 
/Sj) D-80298 Munich 

C^" Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Fonctionnaire autorise , 

Heusler, N (| jjl) )) 

N° de telephone +49 89 2399 2359 



Formulaire PCT/I PEA/409 (feuille de couverture) (janvier 1994) 



RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande internationale n° PCT/FR00/01 494 



I. Base du rapport 



1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (les feuilies de remplacement qui ont ete remises 
a I'office recepteur en r&ponse a une invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees dans le present 
rapport comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'efles ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)): 



Description, pages: 

1,7-9,12 
2-6,10,11,13-16 



version initiale 
regue(s) le 



1 3/06/200 1 avec la lettre du 



30/05/2001 



Revendications, N°: 

1-14 regue(s) le 



1 3/06/2001 avec la lettre du 30/05/2001 



Dessins, feuilies: 

2-4 version initiale 

1 ,5 regue(s) le 



1 3/06/2001 avec la lettre du 30/05/2001 



2. En ce qui concerne la iangue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration ou 
iui ont ete remis dans la Iangue dans laquelle la demande internationale a ete deposee, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou Iui ont ete remis dans la Iangue suivante: , qui est : 

□ la Iangue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1(b)). 

□ la Iangue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la Iangue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la r&gle 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 
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□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques a 
celles du listages des sequences Presente par ecrit, a 6t6 fournie. 

4. Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, n os : 

□ des dessins, feuilles : 

5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete consid^rees 

comme aNant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a et6 depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annexee au present rapport) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui : 


Revendications 


1 


-14 




Non : 


Revendications 






Activite inventive 


Oui : 


Revendications 


1 


-14 




Non : 


Revendications 






Possibility d'application industrielle 


Oui : 


Revendications 


1 


-14 




Non : 


Revendications 







2. Citations et explications 
voir feuilte separee 



VII. Irregularites dans la demande internationale 

Les irregularites suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont ete constatees : 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

nouveaute, activite inventive; citations et explications (article 33 (2, 3) PCT; regie 66.2 a ii 
PCT) 

1 . La presente invention concerne la fabrication d'une carte a puce. De maniere 
classique, la puce loge dans une cavite menagee a cet effet dans I'epaisseur du 
support. Les plots de connexion de la puce sont relies a des contacts respectifs du 
support par des fils tres fins. 

Parce que les fils forment des points de fragilite, et parce que la formation de la 
cavite demande une etape d'usinage couteuse et fragilisante pour la carte, on 
utilise la technologie "silicium sur isolant" (SOI) dont I'epaisseur hors tout est de 
I'ordre d'une dizaine de |nm. 

Le probleme est que cette technologie est delicate lorsqu'il s'agit de solidariser la 
puce sur un support. Le decollage de la puce de son substrat et la manipulation de 
la puce nue pour la fixer sur son support definitif sont difficiles. 

Selon ('invention, chaque plot est solidarise avec son element de connexion 
respectif par soudage au moyen d'un faisceau laser. 

Ainsi, la presente invention permet de manipuler les puces issues de la technique 
SOI tout en gardant le substrat initial. Ce substrat est notamment maintenu lorsque 
la puce est solidarisee a ses elements de connexion du support. De cette fagon, les 
risques d'endommagement de la puce lors du montage sont reduits au minimum. 
On peut assembler une ou plusieurs puces minces directement sur la surface du 
support et obtenir ainsi des circuits exploitables minces sans avoir a former de 
cavite dans le support. 

L'invention permet de realiser des ensembles de puce montes sur des supports de 
tres faible epaisseur sans avoir recours a une cavite ou autre renforcement a 
I'endroit du support destine a recevoir la puce. 



Formuiaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997) 
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2. Selon la description, page 3, lignes 1 1-20, le probleme est que ia technologie SOI 
est delicate lorsqu'il s'agit de solidariser la puce sur un support. Cependant, il n'est 
pas clair a la lecture des revendications independantes comment ce probleme est 
solutionne. La revendication 1 repete seulement le probleme en disant que le 
procede a une etape consistant a "solidariser le ... plot avec son element de 
connexion" (lignes 22/23). C'est seulement une repetition du probleme sans donner 
une solution: Comment est-ce que cette solidification est effectuee? 

La caracteristique "par exemple par soudage laser" dans la revendication 1 , lignes 
23/24 (et de la meme fagon dans la revendication 12) n'a pas d'effet limitatif. L'idee 
fondamentale de I'invention n'est done pas claire a la lecture des revendications 1, 
8et 12. 

L'application ne remplit pas la condition visee a I'article 6 PCT en combinaison avec 
la regie 6.3 b ; PCT, qui prevoient qu'une revendication independante doit contenir 
toutes les caracteristiques techniques essentielles a la definition de I'invention. 

3. Aucun des documents ne montre un procede de fabrication d'un dispositif 
comportant un support associe a au moins une puce ou le dispositif est fabrique par 
la technique SOI. Les documents ne font pas mention d'un laser. 

Concernant le point VII 

Irregularis dans la demande international (regies 5 - 7 PCT) 

1 . II n'est pas indique dans la description par rapport a quel document les 
revendications ont ete delimitees. 

2. L'unite microns utilisee dans la revendication 14 et la description n'est pas 
reconnue dans la pratique internationale, contrairement a ce qu'exige la regie 10.1 
d ; PCT. 
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contacts 7 sont a leur tour 
des plages de contact *^b^/2L- 



ave 



vec un 
sont 



I'exemple il lustre. Ces 
relies electriquement a 

destinees a permettre une connexion ohmique 
lecteur de cartes. Ces plages de contact 
5 logees integralement dans le renf oncement 11 afin que 
leur epaissetur soit aussi contenue dans celle du 
support 2 . 

Pour proteger 1' ensemble, on forme un enrobage de 
materiau protecteur 15 recouvrant toute la zone occupee 

10 par la cavite 3, les fils 9 et une portion des bords 
internes des plages de contact 11. 

Cette. technique classique souffre de plusieurs 
inconvenients . Premierement , 1 1 operation consistant a 
relier electriquement les plots de connexion 5 de la 

15 puce 6 aux contacts 7 necessite 1 'utilisation de fils 9 
tres fins et delicats, fonnant ainsi des points de 
fragilite. Par ailleurs, les operations de soudage de 
ces fils 9 necessitent un outillage important et un 
temps non negligeable. 

20 Par ailleurs , la formation de la cavite 3 demande 

une etape d'usinage qui est a la fois cotlteuse et 
fragilisante pour la carte. 

Au vu de ces problemes, la demanderesse propose 
selon la presente invention un procede de montage d'au 

25 moins un circuit actif, tel qu'une puce, sur un support 
permettant de s 1 af f ranchir de la necessite de former 
une cavite dans le support sans creer pour autant une 
sur-epaisseur redbibitoire. 

A cette fin, la presente invention propose un 

30 procede permettant de solidariser a un support une puce 
realisee sous forme mince, collee a un substrat. Ce 
type de puce presente une minceur exceptionnelle, 
conferant ainsi une certaine souplesse mecanique. La 
puce est collee sur un substrat au stade de la 

35 fabrication, le substrat servant entre autres pour la 



FEUILLE MODIFI E 
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rigidif ication durant les diverses etapes de la 
fabrication de la puce. II existe actuellement sur le 
mar che des puces issues de cette technologies connue 
sous le terme de SOI ("silicon on insulator", en 
5 anglais) dont l^paisseur hors tout (substrat du 
circuit actif plus bossages de connexion) est de 
l'ordre d'une dizaine de microns. A ce titre, on fait 
ici reference au document brevet publie sous le numero 
WO-A-98/02921 qui expose la technologie permettant de 

10 realiser de telles puces. 

Toutefois, la technologie SOI est particulierement 
delicate lorsqu'il s'agit de solidariser la puce sur un 
support. Les techniques utilisees a ce jour 

comprennent des etapes de manipulation de la puce mince 

is hors de son substrat rigidifiant afin de la positionner 
et de la solidariser- sur des points de connexion du 
support. II se pose alors le probleme d f une part du 
•decollage de la puce de son substrat et de la 
manipulation de la puce nue pour la fixer sur son 

20 support definitif . 

Pour resoudre ce probleme, la presente invention 
propose un procede de fabrication d'un dispositif 
comportant un support associe a au moins un 
microcircuit sous forme de puce, le procede etant 

25 caracterise en ce qu'il comprend , pour la ou chaque 
puce, les etapes consistant a : 

prevoir initialement pour ladite puce un 
ensemble compose d'une puce mince maintenue par une 
premiere face solidaire d'un substrat et presentant sur 

30 une deuxieme face opposee au moins un plot de 
connexion; 

- former, sur une face du support une interface de 
communication comportant au moins un element de 
connexion avec ladite puce ; 
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- presenter ledit ensemble comprenant la puce et 
le substrat contre 1 ' interface de communication, avec 
chague plot de la puce positionne contre un element de 
connexion correspondant de 1 ' interface de 

5 communication; 

- solidariser chaque plot avec son element de 
connexion respectif ; et 

- retirer ledit substrat de ladite premiere face 
de la puce. 

10 Ainsi, la presente invention permet de manipuler 

les puces issues de la technologie SOI tout en gardant 
le substrat initial. Ce substrat est notamment 

maintenu lorsque la puce est solidarisee a ses elements 
de connexion du support. De la sorte, les risques 

is d ' endommagement de la puce lors du montage sont reduits 
au minimum. 

Ii 1 application du procede selon 1 ' invention est 
particulierement interessante lorsque 1 ■ on souhaite 
preserver 1 1 avantage de la minceur permise par ces 
20 substrats minces en les associant a des supports de 
faible epaisseur. Ainsi, le procede selon 1 1 invention 
permet 1* assemblage d'une ou de plusieurs puces minces 
directement sur la surface du support et d f obtenir 
ainsi des circuits exploitables minces sans avoir a 
25 former de cavite dans le support. 

Dans un mode de realisation prefere, il est 
egalement prevu de realiser 1* interface de 
. communication sur une portion de surface situee dans le ^pj^^ 
plan general de ladite face du support, c'est-a-dire 
30 que l'on forme I 1 interface de communication en sur- 
epaisseur sur la surface du support, et done sans 
former de renfoncement du type illustre a la figure 1. 

On obtient alors un dispositif, tel une carte a 
puce, oil tous les elements rapportes sur le support 
35 (interface de communication et puce) sont en surface. 
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En effet, la presente invention permet d'utiliser 
des puces de tres haut degre de minceur, ce qui 
autorise une sur-epaisseur admissible pour la 
metallisation formant 1' interface de communication. 
5 Dans le cas d'une carte a puce, cette interface de 
communication peut integrer des plages de contact pour 
permettre de relier la carte a un lecteur du type "a 
contact". Elle peut egalement etre couplee 
§lectriguement a une antenne integree a la carte pour 

10 former une carte "sans contact", 1 1 echange de signaux 
avec la puce et eventuelleroent son alimentation 
electrigue s 1 operant par voie hertzienne via l 1 antenne* 
Avantageusement, chaque plot est solidarise avec 
son element de connexion respectif par soudage au moyen 

15 d*un faisceau laser. 

II est notamment possible grace a 1 1 invention 
d'agencer le faisceau laser afin qu'il traverse le 
substrat de 1" ensemble substrat et puce. Autrement 
dit, on irradie les points de soudage (par exemple des 

20 bossages) de la puce a travers le substrat- On 
remarque a cet effet que les substrats utilises 
notamment dans la technologie SOI sont generalement 
transparents aux longueurs d f onde utilisees pour la 
soudure par laser, etant generalement a base de verre. 

25 La puce elle-meme est transparente a l'epaisseur 
envisagee . 

Dans un mode de realisation prefere de 
1* invention, le faisceau laser est transmis par une 
pluralite de chemins optiques, chacun dirige vers un 
30 plot respectif de la puce. De la sorte, la soudure de 
plusieurs points de soudure de la puce peut s'effectuer 
en parallele, d'oCl un gain de temps de fabrication. 

De preference, chaque chemin optique est realise 
par au moins une fibre optique. Les chemins optiques 
35 peuvent, par exemple, etre integres a l'outil qui 
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positionne et/ou maintien la puce sur son emplacement: a 
I 1 interface communication du support. 

Selon un mode de realisation, on realise chague 
plot en un alliage de metaux fusible sous le faisceau 
5 laser et/ou on realise chaque portion d v element de 
connexion destine a etre relie a un plot respectif en 
un mater iau fusible sous le faisceau laser, 

Cependant, la presente invention permet d'utiliser 
d f autres techniques pour solidariser la puce sur- son 
10 element de connexion respectif, selon la matiere 
respective des plots et elements de connexion, par 
exemple : 

- par thermo-soudage, ou 

- par soudage par ultrasons . 

15 Lorsque la puce est solidarisee sur son support, 

on peut proceder en outre a une etape de depot de 
couche protectrice sur la puce apres le retrait du 
substrat . 

L 1 invention concerne egalement un dispositif a 

20 puce de circuit integre, tel qu'une carte a puce, 
etiquette, etc, comportant un support portant une 
interface de communication comportant des elements de 
connexion relies aux plots de connexion de la puce. Le 
dispositif est caracterise par le fait que la puce est 

25 disposee avec sa face avant vers le support, ses plots 
etant connectes directement aux elements de connexion 
de l 1 interface ; la puce est disposee au-dessus de la 
surface du support, et 1 1 epaisseur des elements de 
connexion et de la puce avec ses plots est inferieure a 

30 50 microns. 

D'autres avantages et caracteristiques de 
l 1 invention apparaltront plus clairement a la lecture 
des modes de realisation preferes, donnes purement a 
titre d' exemple illustratif et non limitatif , en 

35 reference au dessins annexes dont : 
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isolant 8, dans ce cas du verre. La puce 6 est 
maintenue solidaire sur le substrat de verre 8 par des 
plots d'adhesif 10. Ainsi, la puce 6, son substrat 
isolant 8 et les plots d'adhesif 10 constituent un 
5 ensemble, decoupe a partir d'une tranche (cf . figure 
3b). 

Comme le montre plus clairement la figure 3b qui 
represente une vue de plan d'un ensemble de puces 6 sur 
le substrat 8, les plots d'adhesif 10 ne retiennent la 

10 puce que par les coins de celle-ci. En dehors des 
bords du substrat de verre 8, chaque plot d'adhesif 10 
presente une forme rectangulaire dont les cotes sont 
tournes de 45° par rapport aux cotes des puces 6, et 
retient sur le substrat 8 quatre coins regroupes de 

15 quatre puces respect ives 6. De ce fait, les puces 6 ne 
sont maintenues sur le substrat de verre 8 que par 
leurs coins. 

La face 6a de la puce 6 a 1 ' oppose de celle 6b en 
vis-a-vis du substrat du verre 8 comporte une serie de 

20 bossages conduct eurs 12 en legere protuberance de cette 
face 6a. Les bossages conducteurs 12, connus 

generalement par le terme anglo-saxon de "bumps", 
constituent les points d 1 interconnexion entre les 
circuits de la puce 6 et l'exterieur. Ces bossages 12 

25 ont une forme generalement ogivale permettant une 
penetration dans un materiau en phase ramollie, par 
exemple par soudure. 

Dans 1' exemple, une seule puce 6 est destinee a 
etre re?ue sur I 1 interface de communication 4 precitee. 

30 La disposition des bossages 12 correspond a celle des 
pistes conductrices 4b ou d'une portion des plots 
d 1 interconnexion 4 a . 



Chaque puce 6 est alors decoupee de 1 ' ensemble de 
puces avec la portion de substrat de verre 8 et le plot 




35 d'adhesif 10 situee directement sous la puce 6. On 
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obtient ainsi un ensemble decoupe comportant la puce 6, 
des portions d f adhesif 10 aux coins de la puce et une 
portion de substrat de verre 8 sensiblement aux 
dimensions de la puce (figure 3a) . 
5 Comme le montre la figure 4 , cet ensemble est 

positionne sur 1' interface de communication 4 realisee 
sur le support 2, avec les bossages 12 alignes avec les 
portions des pistes 4b respectives pour realiser les 
interconnexions necessaires. 

10 On remarquera que lorsque la puce 6 est 

positionnee sur son support definitif (qui est ici le 
support plastique 2 qui constitue le corps de la carte 
a puce) , la face 6a precedemment def inie se trouve non 
plus tournee vers l'exterieur, mais en vis-a-vis de ce 

15 support 2. Autrement dit, elle subit un retournemeht 
de 180° entre sa configuration juste apres sa 
fabrication et son positionnement definitif. Cette 
technique de retournement de la puce 6 par rapport a 
son substrat d*origine est connu sous le terme anglo- 

20 saxon de "flip-chip". 

Une fois la puce 6 correctement positionnee, on 
procede a la fixation des bossages 12 par rapport aux 
points de connexion respectifs (qui sont ici des 
portions de pistes 4b) . 

25 Dans le mode de realisation prefere de 

1» invention, cette fixation est realisee par 
application d 1 energie a travers le substrat 8 d'origine 
de la puce 6, Cette energie est fournie par un laser 
14 qui transmet un faisceau 16 dirige contre la face 8a 

30 du substrat tournee vers l'exterieur. Le faisceau 16 
traverse toute l'epaisseur du substrat 8 et l'Spaisseur 
de la puce 6 sur un axe contenant un bossage 12, de 
maniere a transferer de 1 1 energie thermique a celle-ci. 
Cette energie thermique absorbee au niveau du 

35 bossage 12 permet la fusion du bossage 12, celui-ci 
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d 1 assemblage) a 1 • aplomb de chaque bossage 12. 
L'energie transmise par les fibres 2 0 realise la 
soudure corame deer it: precedemment . La puissance du 
laser 14 sera adaptee au nombre de chemins optiques 
s utilises* . Eventuellement, il est possible d*utiliser 
plusieurs sources laser differences pour alimenter les 
chemins optiques. 

Les extremites 2 0a des fibres peuvent etre 
integrees a l'outil de positionnement et de maintien de 

10 la puce vis-a-vis du support 2. Les extremites 20a des 
fibres sont disposees selon la configuration des 
bossages 12 a souder sur 1* interface de communication 
4. II est possible de prevoir a cet effet un bati 
permettant l 1 assemblage et le soudage de plusieurs 

15 puces 6 sur un meme support 2 ou sur differents 
supports . 

Cette variante presente 1 1 avantage de permettre de 
realiser toutes les soudures des bossages 12 
simultanement . 

20 Une fois les soudures realisees, on retire le 

substrat de verre 8 de la puce 6. Cette operation peut 
etre realisee par pelage du substrat 8, la force de 
maintient des plots d'adhesif 10 etant sensiblement 
plus faible que celle des soudures des bossages 12 sur 

25 1 ■ interface de connexion . 

II resulte de cette operation que la puce 6 est 
reliee electriquement et mecaniquement a la surface de 
support 2. Pour proteger la puce 6, on applique sur la 
surface exposee 6b.de celle-ci une pellicule 22, comme 

30 le montre la figure 7. Cette pellicule 22 peut etre 
realisee par une simple impression de vernis apte a 
proteger le circuit des contraintes climatiques et 
mecaniques. L'etendue de la pellicule 2 2 peut etre 
limitee de maniere a ne pas recouvrir les plots 

35 d 1 interconnexion 4a afin que ceux-ci puissent assurer 
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un contact ohmique. Cependant, il est envisageable de 
former la p e l licuie 22 sur une pl us grande partie du 
support 2, voire 1 1 integralite de sa surface, des lors 
que l'on prevoit une etape de masquage des plages de 
5 contact ohmiques 4a ou de retrait de mater iau de la 
pellicule 22 au niveau de ces plages. 

Le premier mode de realisation est base sur une 
carte a puce dite "a contact", en ce sens qu'elle est 
prevu pour communiquer avec 1 1 exterieur par les plages 
10 de contact ohmiques 4a. 

Toutefois, le procede conforme a la presente 
invention se prete egalement a la realisation de cartes 
dites "sans contact". Ces cartes, utilisees entre 
autres pour les systemes de telepeage ou de controle 
15 d f acces, permettent d*etablir une communication S 

distance par voie hertzienne entre^ l 1 exterieur et la ou k . f 
les puces 6 de la carte. Utc^ <* 

Un exemple d f une telle carte est vtepresente a la 
figure Bn La .carte 2, est munie d'une antenne 24 ayant 
20 ses extremites/£<l n at jc4b reliees a des contacts - ici 
sous forme de bossages 12 - prevus a cet effet sur la 
puce 6, comme le montre la figure 9. 

Dans l 1 exemple, deux connexions sont realisees aux 
deux extremites V^jla ofc ^*b de 1 ' antenne 24 avec deux 
25 bossages respectifs 12 sur la face 6a de la puce 6 
realisee en technologie SOI tournee vers le support, 
comme pour le premier mode de realisation. 

Dans 1' exemple, la soudure est realisee par un 
faisceau 16 provenant directeroent d'un laser 14 monte 
30 sur un robot positionneur 18, comme decrit precedemment 
par reference a la figure 5. II est bien entendu 
egalement possible de prevoir un outillage avec 
plusieurs chemins optiques 2 0 permettant de realiser 
les soudures en parallele comme decrit par reference a 
35 la figure 6. 
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success Ives, la soudure des bossages 
acj&nfs rip* ftrrnf^f^ respect iV^ jTlu, ^ b 



Les e.tapes 
12 avec leurs 

sont les memes que celles decrites precedemment, 
notamment en ce qui concerne le retrait du substrat de 
5 verre 8 et la realisation de la pellicule protectrice 
22. 

L 1 invention est remarquable en ce qu'elle permet 
de realiser des ensembles de puce montes sur des 
supports de tres faible epaisseur sans avoir recours a 

10 une cavite ou autre renf oncement a l'endroit du support 
destine a recevoir la puce. 

Dans les exemples decrits, bases sur des cartes a 
puce, il est notamment possible de respecter les nonnes 
industrielles ISO 7810 en ce qui concerne la sur- 

15 epaisseur maximale admise sur le plan general de la 
carte (actuellement f ixee a 50 microns) . En ef fet, la 
sur-epaisseur totale due au montage en surface de 
1' ensemble formant interface de conmunication 4 \ puce 6 
et pellicule de protection 22 se decompose comme suit : 

20 - epaisseur de la metallisation formant 

1' interface de communication < 3 0 fxm ; 

- epaisseur de la puce 6, issue.de la technologie 
SOI telle que decrite dans le document brevet WO-A- 
989/02921 = 10 /im (5/im pour le circuit actif +■ 5 /im 

25 pour les bossages 12) ; 

- epaisseur de la pellicule protectrice = 5 a 15 

/im. 

„ La presente invention se prete a de nombreuses 
variantes. 

30 Aussi, on notera que la puce 6 peut etre reliee a 

d 1 autre formes de support que le support 2 deer it ci- 
dessus. II est en effet tout aussi possible de fixer 
la puce 6 sur un circuit imprime simple face (par 
exemple en rouleau) , sur une grille sans dielectrique 
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ou sur tout autre support apte S integrer une puce 6 
mecaniquement et. electriguement . 

Par ailleurs, le champ d ' application de 
l 1 invention s 1 etend bien au-dela du domaine des cartes 
5 a puce, .Elle peut etre mise en oeuvre dans tous les 
domaines qui font appel a des circuit actifs montes sur 
des supports , notamment les cartes inf ormatique, les 
affichages a ecran plat, etc... 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de fabrication d'un dispositif a puce de circuit 
integre tel qu'urie carte a puce, etiquette electronique ; ce dispositif 
comportant un support (2) associe a au moins un circuit actif tel que puce 
(6) avec une face avant (6a) munie d'au moins un plot de connexion (12) 
et une face opposee (6b) ; ce procede comprenant les etapes consistent a 
: prevoir initialement pour le circuit actif un circuit actif mince (6) qui 
presente une souplesse mecanique, tel que puce (6) ou affichage a ecran 
plat ; maintenir le circuit actif mince (6) solidaire d'un substrat rigidifiant 
(8) par sa face opposee (6b) dite premiere face ; decollage du circuit actif 
(6) de son substrat rigidifiant (8) ; montage le circuit actif (6) sur un 
support de destination (2) ; caracterise par les etapes consistent a : 

- presenter le circuit actif dans un ensemble compose de ce circuit 
actif mince (6) et du substrat rigidifiant (8) ; 

- former dans le plan general d'une face (2a) du support de 
destination (2) une interface de communication (4) comportant au moins 
un element (4b) de connexion avec le circuit actif (6), sur le support de 
destination (2) ; puis 

- presenter cet ensemble comprenant le circuit actif (6) avec son 
substrat rigidifiant (8), contre I'interface de communication (4), avec le 
plot de connexion (12) contre un element de connexion correspondant 
(4b;24a, 24b) ; 

- solidariser et coupler electriquement le plot de connexion (12) 
avec son element de connexion (4b; 24a, 24b), par exemple par soudage 
laser ; puis 

- retirer le substrat rigidifiant (8) de la face opposee (6b). 
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2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que Ton 
forme ou realise I'interface de communication (4) sous forme de plage de 
contact (4a) ohmique et / ou d'antenne (24), en sur epaisseur sur une 
portion de surface dans le plan general de la face (2a) du support de 
destination (2). 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce le 
plot (12) est solidarise et couple avec son element de connexion respectif 
(4b; 24a, 24b) par soudage au moyen d'un faisceau laser (16), qui 
traverse le substrat rigidifiant (8) et le circuit actif (6), ces substrat (8) et 
circuit (6) etant transparents aux longueurs d'ondes utilisees pour le 
soudage, cette longueur d'onde etant par exemple de 1,06 urn tandis que 
le plot (12) et /ou I'element de connexion (4b 24a, 24b) est fusible sous 
I'effet de ce laser. 

4. Procede selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en 
ce que le support (2) de fixation du circuit actif (6) est en rouleau. 

5. Procede selon I'une des revendications 1 a 4, caracterise en 
ce qu'il comporte apres I'etape de retrait du substrat rigidifiant (8), une 
etape de depot sur la face opposee (6b) d'une pellicule protectrice (22) 
par exemple d'une epaisseur de 5 a 15 urn et par impression de vernis, 
des Iprs que 1'interface de communication comporte au moins une plage 
de contact ohmique (4a) est eventuellement prevue une etape de 
masquage ou de retrait du materiau de cette pellicule (22) sur cette plage 
(4a). 

6. Procede selon I'une des revendications 1 a 5, caracterise par 
une etape de decoupe de I'ensemble comportant le circuit actif (6) et le 
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substrat rigidifiant (8) en ensemble decoupe sensiblement aux dimensions 
du circuit (6), avant I'etape de presentation de cet ensemble (6, 8). 

7. Precede selon Tune des revendications 1 a 6, caracterise en 
ce que chaque plot (12) est solidarise avec son element de connexion 
respectif (4b; 24a, 24b) par compression, une force de compression etant 
appliquee a travers le substrat rigidifiant (8) de Pensemble (6, 8). 

8. Precede selon la revendication 1 ou 6, caracterise en ce le 
plot (12) est solidarise et couple avec son element de connexion respectif 
(4b; 24a, 24b) par soudage au moyen d'un faisceau laser (16), qui 
traverse le substrat rigidifiant (8) et le circuit actif (6), ces substrat (8) et 
circuit (6) etant transparents aux longueurs d'ondes utilisees pour le 
soudage, cette longueur d'onde etant par exemple de 1,06 urn tandis que 
le plot (12) et /ou ['element de connexion (4b 24a, 24b) est fusible sous 
I'effet de ce laser. 

9. Outillage apte a mettre en oeuvre le precede selon la 
revendication 8, caracterise en ce qu'il comporte un laser de longueur 
d'onde par exemple de 1,06 urn, dont le faisceau (16) est transmis par 
une pluralite de chemins optiques (20), chacun dirige vers un plot 
respectif (12) du circuit actif (6), pour realiser des soudures en parallele. 

10. Outillage selon la revendication 9, caracterise en ce que 
chaque chemin optique est realise par au moins une fibre optique (20). 

11. Outillage selon la revendication 9 ou 10, caracterise en ce 
que les chemins optiques (20) sont integres a un outil de positionnement 
et/ou maintien de I'ensemble (6, 8) vis-a-vis du support de destination (2). 
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12. Dispositif a puce de circuit integre tel qu'une carte a puce 
(6), etiquette electronique; ce dispositif comportant un support (2) associe 
a au moins un circuit actif tel que puce (6) avec une face avant (6a) 
munie d'au moins un plot de connexion (12) et une face opposee (6b) ; ce 
circuit actif etant un circuit actif mince (6) qui presente une souplesse 
mecanique, tel que puce (6) ou affichage a ecran plat, et etant monte sur 
un support de destination (2) ; caracterise en ce qu'il comporte : 

- dans le plan general d'une face (2a) du support de destination 
(2) une interface de communication (4) avec au moins un element (4b) de 
connexion avec le circuit actif (6), sur le support de destination (2) ; 

- son plot de connexion (12) solidarise et couple electriquement 
contre un element de connexion correspondant (4b; 24a, 24b), par 
exemple par soudage laser. 

13. Dispositif selon la revendication 12, caracterise en ce qu'il 
comporte une pellicule protectrice (22) par exemple d'une epaisseur de 5 
a 15 urn tel qu'un vernis imprime, d'etendue limitee voire sur I'integralite 
de la surface du support (2). 

14. Dispositif selon la revendication 12 ou 13, caracterise en ce que 
I'epaisseur des elements de connexion et du circuit actif (6) avec ses plots 
est inferieure a 50 microns. 
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CLAIMS - 

1. A method for manufacturing a device with an 
integrated circuit chip such as a smart card or an 
electronic label; this device having a support (2) 
5 associated with at least one active surface such as a 
chip (6) with a front face (6a) provided with at least 
one connection pad (12) and an opposite face (6b) ; this 
method comprising the steps consisting of; initially 
providing for the active circuit a thin active circuit 

10 (6) which has mechanical flexibility, such as a chip 
(6) or flat-screen display; keeping the thin active 
surface (6) fixed to a stiffening substrate (8) through 
its opposite face (6b) referred to as the first face; 
removing the active circuit (6) from its stiffening 

15 substrate (8) ; mounting the active circuit (6) on a 
final support (2) ; characterised by the steps 
consisting in: 

presenting the active circuit in an assembly 
composed of this thin active circuit (6) and the 

20 stiffening substrate (8) ; 

forming in the general plane of a face (2a) 
of the final support (2) a communication interface (4) 
having at least one element (4b) for connection with 
the active circuit (6) , on the final support (2) ; then 

25 - presenting this assembly, comprising the 

active circuit (6) with its stiffening substrate (8) , 
against the communication interface (4) , with the 
connection pad (12) against a corresponding connection 
element (4b; 24a, 24b) ; 
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fixing and electrically coupling the 
connection pad (12) with its connection element (4b; 
24a, 24b) , for example by laser welding; then 

removing the stiffening substrate (8) from 
5 the opposite face (6b) . 

2. A method according to Claim 1, characterised 
in that the communication interface (4) is formed or 
produced in the form of an ohmic contact area (4a) 
and/or antenna area (24) , protruding on a portion of a 

10 surface in the overall plane of the face (2a) of the 
final support (2) . 

3. A method according to Claim 1 or 2, 
characterised in that the pad (12) is fixed and coupled 
with its respective connection element (4b; 24a; 24b) 

15 by welding by means of a laser beam (16), which passes 
through the stiffening substrate (8) and the active 
circuit (6) , this substrate (8) and circuit (6) being 
transparent to the wavelength used for the welding, 
this wavelength being for example 1.06 vim whilst the 

20 pad (12) and/or the connection element (4b; 24a, 24b) 
is fusible under the effect of this laser. 

4. A method according to one of Claims 1 to 3 , 
characterised in that the support (2) for fixing the 
active circuit (6) is in roll form. 

25 5. A method according to one of Claims 1 to 4 , 

characterised in that it includes, after the step of 
removing the stiffening substrate (8) , a step of 
depositing, on the opposite face (6b) , a protective 
film (22), for example with a thickness of 5 to 

3 0 15 urn, and by lacquer printing, provided that the 
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communication interface has at least one ohmic contact 
area (4a) and a step of masking or removing the 
material of this film (22) on this area (4a) is 
possibly provided. 
5 6. A method according to one of Claims 1 to 5, 

characterised by a step of cutting the assembly 
including the active circuit (6) and the stiffening 
substrate (8) into an assembly cut substantially to the 
dimensions of the circuit (6) , before the step of 
10 presenting this assembly (6, 8). 

7. A method according to one of Claims 1 to 6, 
characterised in that each pad (12) is fixed with its 
respective connection element (4b; 24a, 24b) by 
compression, a compression force being applied through 

15 the stiffening substrate (8) of the assembly (6, 8) . 

8. A method according to Claim 1 or 6, 
characterised in that the pad (12) is fixed and coupled 
with its respective connection element (4b; 24a, 24b) 
by welding by means of a laser beam (16) , which passes 

20 through the stiffening substrate (8) and the active 
circuit (6) , this substrate (8) and circuit (6) being 
transparent to the wavelengths used for the welding, 
this wavelength being for example 1.06 urn whilst the 
pad (12) and/or the connection element (4b; 24a, 24b) 

25 is fusible under the effect of this laser. 

9. Tooling able to implement the method 
according to Claim 6, characterised in that it includes 
a laser with a wavelength for example of 1.06 um, whose 
beam (16) is transmitted by a plurality of optical 

30 paths (20) , each directed towards a respective pad (12) 



4 



of the active circuit (6) , in order to effect welds in 
parallel . 

10. Tooling according to Claim 9, characterised 
in that each optical path is produced by at least one 

5 optical fibre (20) . 

11. Tooling according to Claim 9 or 10, 
characterised in that the optical paths (20) are 
integrated in a tool for positioning and/or holding the 
assembly (6, 8) vis-a-vis the final support (2). 

10 12 . A device with an integrated-circuit chip such 

as a smart card (6) or electronic label; this device 
having a support (2) associated with at least one 
active circuit such as a chip (6) with a front face 
(6a) provided with at least one connection pad (12) and 

15 an opposite face (6b) ; this active circuit being a thin 
active circuit (6) which has mechanical flexibility, 
such as a chip (6) or flat-screen display, and being 
mounted on a final support (2) ; characterised in that 
it has: 

20 - in the overall plane of one face (2a) of the 

final support (2) an interface (4) for communication 
with at least one element (4b) for connection with the 
active circuit (6) , on the final support (2) ; 

its connection pad (12) fixed and 

25 electrically coupled against a corresponding connection 
element (4b; 24a, 24b) , for example by laser welding. 

13. A device according to Claim 12, characterised 
in that it has a protective film (22) with a thickness 
for example of 5 to 15 urn, such as a printed lacquer, 



* 



5 

with a limited extent or even over the entire surface 
of the support (2) . 

14. A device according to Claim 12 or 13, 
characterised in that the thickness of the connection 
5 elements and of the active circuit (6) with its pads is 
less than 50 microns. 
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CLAIMS - 

1 . A method for manufacturing a device with an 
integrated circuit chip such as a smart card or an 
electronic label; this device having a support (2) 
5 associated with at least one active surface such as a 
chip (6) with a front face (6a) provided with at least 
one connection pad (12) and an opposite face (6b) ; this 
method comprising the steps consisting of: initially 
providing for the active circuit a thin active circuit 

10 (6) which has mechanical flexibility, such as a chip 
(6) or flat -screen display; keeping the thin active 
surface (6) fixed to a stiffening substrate (8) through 
its opposite face (6b) referred to as the first face; 
removing the active circuit (6) from its stiffening 

15 substrate (8) ; mounting the active circuit (6) on a 
final support (2) ; characterised by the steps 
consisting in: 

presenting the active circuit in an assembly 
composed of this thin active circuit (6) and the 

20 stiffening substrate (8) ; 

forming in the general plane of a face (2a) 
of the final support (2) a communication interface (4) 
having at least one element (4b) for connection with 
the active circuit (6) , on the final support (2) ; then 

25 - presenting this assembly, comprising the 

active circuit (6) with its stiffening substrate (8) , 
against the communication interface (4) , with the 
connection pad (12) against a corresponding connection 
element (4b; 24a, 24b) ; 
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fixing and electrically coupling the 
connection pad (12) with its connection element (4b; 
24a, 24b) , for example by laser welding; then 

removing the stiffening substrate (8) from 
5 the opposite face (6b) . 

2. A method according to Claim 1, characterised 
in that the communication interface (4) is formed or 
produced in the form of an ohmic contact area (4a) 
and/or antenna area (24) , protruding on a portion of a 

10 surface in the overall plane of the face (2a) of the 
final support (2) . 

3 . A method according to Claim 1 or 2 , 
characterised in that the pad (12) is fixed and coupled 
with its respective connection element (4b; 24a; 24b) 

15 by welding by means of a laser beam (16) , which passes 
through the stiffening substrate (8) and the active 
circuit (6) , this substrate (8) and circuit (6) being 
transparent to the wavelength used for the welding, 
this wavelength being for example 1.06 urn whilst the 

20 pad (12) and/or the connection element (4b; 24a, 24b) 
is fusible under the effect of this laser. 

4. A method according to one of Claims 1 to 3 , 
characterised in that the support (2) for fixing the 
active circuit (6) is in roll form. 

25 5. A method according to one of Claims 1 to 4, 

characterised in that it includes, after the step of 
removing the stiffening substrate (8) , a step of 
depositing, on the opposite face (6b) , a protective 
film (22), for example with a thickness of 5 to 

3 0 15 urn, and by lacquer printing, provided that the 
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communication interface has at least one ohmic contact 
area (4a) and a step of masking or removing the 
material of this film (22) on this area (4a) is 
possibly provided. 
5 6. A method according to one of Claims 1 to 5, 

characterised by a step of cutting the assembly 
including the active circuit (6) and the stiffening 
substrate (8) into an assembly cut substantially to the 
dimensions of the circuit (6) , before the step of 
10 presenting this assembly (6, 8). 

7. A method according to one of Claims 1 to 6, 
characterised in that each pad (12) is fixed with its 
respective connection element (4b; 24a, 24b) by 
compression, a compression force being applied through 

15 the stiffening substrate (8) of the assembly (6, 8). 

8. A method according to Claim 1 or 6, 
characterised in that the pad (12) is fixed and coupled 
with its respective connection element (4b; 24a, 24b) 
by welding by means of a laser beam (16) , which passes 

2 0 through the stiffening substrate (8) and the active 
circuit (6) , this substrate (8) and circuit (6) being 
transparent to the wavelengths used for the welding, 
this wavelength being for example 1.06 urn whilst the 
pad (12) and/or the connection element (4b; 24a, 24b) 

25 is fusible under the effect of this laser. 

9. Tooling able to implement the method 
according to Claim 6, characterised in that it includes 
a laser with a wavelength for example of 1.06 urn, whose 
beam (16) is transmitted by a plurality of optical 

30 paths (20) , each directed towards a respective pad (12) 
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of the active circuit (6) , in order to effect welds in 
parallel . 

10. Tooling according to Claim 9, characterised 
in that each optical path is produced by at least one 

5 optical fibre (20) . 

11. Tooling according to Claim 9 or 10, 
characterised in that the optical paths (20) are 
integrated in a tool for positioning and/or holding the 
assembly (6, 8) vis-a-vis the final support (2). 

10 12 . A device with an integrated-circuit chip such 

as a smart card (6) or electronic label; this device 
having a support (2) associated with at least one 
active circuit such as a chip (6) with a front face 
(6a) provided with at least one connection pad (12) and 

15 an opposite face (6b) ; this active circuit being a thin 
active circuit (6) which has mechanical flexibility, 
such as a chip (6) or flat-screen display, and being 
mounted on a final support (2) ; characterised in that 
it has: 

20 - in the overall plane of one face (2a) of the 

final support (2) an interface (4) for communication 
with at least one element (4b) for connection with the 
active circuit (6) , on the final support (2) ; 

its connection pad (12) fixed and 

25 electrically coupled against a corresponding connection 
element (4b; 24a, 24b), for example by laser welding. 

13. A device according to Claim 12, characterised 
in that it has a protective film (22) with a thickness 
for example of 5 to 15 urn, such as a printed lacquer, 



with a limited extent or even over the entire surface 
of the support (2) . 

14. A device according to Claim 12 or 13, 
characterised in that the thickness of the connection 
elements and of the active circuit (6) with its pads is 
less than 50 microns. 



CLAIMS 

1 . A method for manufacturing a device including 
a support (2) associated with at least one microcircuit 
in the form of a chip (6) , characterised in that it 
5 comprises, for the chip or chips, the steps consisting 
of: 

initially providing for the said chip an 
assembly composed of a thin chip (6) held by a first 
face (6b) fixed to a substrate (8) and having on a 
10 second opposite face (6a) at least one connection pad 
(12) ; 

forming, on one face (2a) of the support, a 
communication interface (4) having at least one element 
(4b) for connection with the said chip; 

15 - presenting the said assembly comprising the 

chip (6) and the substrate (8) against the 
communication interface, with at least one connection 
pad (12) on the chip positioned against a corresponding 
connection element (4b; 24a, 24b) of the communication 

20 interface; 

connecting the pad or pads with their 
respective connection element; and 

removing the said substrate (8) from the said 
first face (6b) of the chip. 
25 2. A method according to Claim 1, characterised 

in that the communication interface (4) is produced on 
a portion of the surface in the overall plane of the 
said face (2a) of the support (2) . 
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3 . A method according to Claim 1 or 2 , 
characterised in that each pad (12) is connected with 
its respective connection element (4b; 24a, 24b) by- 
welding by means of a laser beam (16) . 
5 4. A method according to Claim 3, characterised 

in that the laser beam (16) passes through the 
substrate (8) of the said assembly (6, 8). 

5. A method according to Claim 3 or 4, 
characterised in that the laser beam (16) is 

10 transmitted by a plurality of optical paths (20) , each 
directed towards a respective pad (12) on the chip (6) . 

6. A method according to Claim 5, characterised 
in that each optical path is produced by at least one 
optical fibre (20) . 

15 7. A method according to Claim 5 or 6, 

characterised in that the optical paths (20) are 
integrated into tooling used for positioning and/or 
holding the said assembly (6, 8) vis-a-vis the said 
support (2) . 

2 0 8. A method according to any one of Claims 3 to 

7, characterised in that each pad (12) is produced from 
an alloy of metals which can be melted and the said 
laser beam (16) . 

9 . A method according to any one of Claims 3 to 
25 8, characterised in that each portion of a connection 

element (4b; 24a, 24b) intended to be connected to a 
respective pad (12) is produced from a material able to 
melt under the said laser beam (16) . 

10. A method according to Claim 1 or 2, 
30 characterised in that each pad (12) is connected with 
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its respective connection element (4b; 24a, 24b) by- 
compression, a compression force being applied through 
the said substrate (8) of the assembly (6, 8) . 

11. A method according to Claim 1 or 2, 
5 characterised in that each pad (12) is connected with 

its respective connection element (4b; 24a, 24b) by 
thermal welding. 

12. A method according to Claim 1 or 2, 
characterised in that each pad (12) is connected with 

10 its respective connection element (4b; 24a, 24b) by 
ultrasonic welding. 

13. A method according to any one of Claims 1 to 
12, characterised in that it also includes a step of 
depositing a protective layer (22) on the said chip (6) 

15 after the removal of the said substrate (8) . 

14. Implementation of the method according to any 
one of Claims 1 to 13 for the manufacture of smart 
cards, or electronic labels, etc. 

15. An integrated-circuit chip device such as a 

2 0 smart card (6) , electronic label, etc, having a support 

(2) carrying a communication interface (4) including 
connection elements (4b, 24a, 24b) connected to the 
connection pads (12) of the said chip, characterised in 
that : 

25 - the chip (6) is disposed with its front face 

towards the support, its pads (12) being connected 
directly to the connection elements (4b) of the 
interface (4) ; 

the chip is disposed above the surface of the 

3 0 support, and 
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the thickness of the connection elements and 
of the chip with its pads is less than 50 microns. 



